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AI 熱潮持續帶動高科技
產品的生產與銷售

產業趨勢 – 電子/ICT
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	 優
	 產業信用風險現況穩健/ 

產業業務表現強於其長期趨勢。

	 好
	 產業信用風險現況看好/ 

產業業務表現高於其長期趨勢。

	 可
	 產業信用風險現況普通/ 

產業業務表現穩定。

	 差
	 產 業 信 用 風 險 現 況 相 對 
偏高/產業業務表現低於其長期 
趨勢。

	 劣
	 產業信用風險不佳/產業業
務表現弱於其長期趨勢。

產業表現預測
歐洲 美洲亞洲和大洋洲

這些產業的製造商只要支付高價，仍然可以取得記憶體晶片，
但他們必須與投資 AI 領域的大型科技企業競爭，而這些企業通
常擁有更充裕的財務資源。因此，他們若不是將較高的成本轉
嫁給消費者而冒著需求下滑的風險，就是必須自行吸收成本而
壓縮利潤空間；最有可能的情況是兩者兼具。儘管主要記憶體
晶片製造商正在投資擴大產能，但新廠房至少需要幾年時間才
能投入營運。 

AI 過度投資仍是下行風險 

未來可能的下行風險之一，是市場對 AI 效益的信心大幅下降。
對於採用 AI 所帶來的生產力提升，各方估計差異甚大，從幅度
有限到帶來轉型式的影響都有。這項技術在帶來明顯且可持續
的成長方面，存在未如預期的風險。其他障礙也可能拖慢目前 
AI 投資的快速步調。這些障礙包括：為取得所需的運算能力而
必須投入鉅額資金、能源供應與法規造成的瓶頸，以及企業在
組織重整方面所面臨的挑戰。

若科技業出現衰退，主要的拖累因素將來自於設備與軟體投資
減少，以及股價下跌。在估算衰退情境時，我們的經濟學家預
估，美國企業投資將下滑 9%，美股下跌 17%，亞股則將下跌 
10% 至 30%。美國和亞洲的高科技企業將遭受重創，且對全球
貿易成長的影響可能相當顯著（2027 年將下降1.5 個百分點）。

全球概覽

成長率持續強勁，但記憶體晶片短缺成為供應鏈的一大問題 

我們預期全球電子/ICT 產值在 2025 年增長 10% 後，2026 年將
成長 11%，2027 年則成長 7.3%。投資 AI 資料中心依然是主要動
能，因為對這項技術的高度期待，加上其地緣政治的重要性，促
使企業進行大規模投資。2025 年全球 AI 支出約為 1.7 兆美元，
主要集中在美國。預計 2026 年將增加至 2.6 兆美元，2027 年則
增加至 3.5 兆美元。科技投資的強勁表現尤以美國最為明顯，
但其正向外溢效應也擴散至其他經濟體，尤其是亞洲國家。

未來幾年，電子零組件、電路板與半導體將佔該產業成長的極
大比重。除了 AI 之外，加速數位化與工業自動化將是推動需求
成長的主要因素。預期電子/ICT 產業將是中長期製造業中成長
最快的產業之一。 

隨著晶片製造商將產能轉向生產利潤更高的尖端 AI 晶片，全
球傳統記憶體晶片的產能正逐漸縮減。供應短缺及隨之而來的
價格上漲，對傳統記憶體晶片的採購商造成了損害，例如智
慧型手機、個人電腦、消費性電子產品、電機設備與汽車的製
造商。 

澳洲 菲律賓

中國 新加坡

香港 南韓

印度 台灣

印尼 泰國

日本 阿拉伯聯合大公國

馬來西亞 越南

紐西蘭 

奧地利 荷蘭

比利時 波蘭

捷克共和國 葡萄牙

丹麥 斯洛伐克

法國 西班牙

德國 瑞典

匈牙利 瑞士

愛爾蘭 土耳其

義大利 英國

巴西

加拿大 

墨西哥

美國



2026 年 8 月

年度同期比較，變化 % /*預測值 

資料來源：Oxford Economics 
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電腦和辦公用品

年度同期比較，變化 % /*預測值 

資料來源：Oxford Economics 

電子與電腦產量 2025 2026* 2027* 2028* 各子產業的 
全球產量

2025 2026* 2027* 2028*

優勢與成長動力 

高科技擴張。電子/ICT 是受科技驅動的創新產業。半導體細分
市場的附加價值特別高，也能為製造商帶來相當穩健的利潤。 

半導體擴大生產。這是在美國、歐盟和亞洲的策略目標。這三
個地區最近通過了旨在支援國內生產成長的立法。

數位化、自動化、AI 與電動車的成長。數位化加速、工業自動
化以及 AI 和電動車等新興市場對先進半導體的需求增加，都有
助於推動 ICT 產業成為製造業成長速度最快的其中一個領域。

限制與下行風險 

中美緊張局勢。貿易問題已經擴散到科技領域。川普和拜登政
府皆已立法防止中國公司收購美國半導體製造技術和設備。中
美雙方均將高科技領導地位視為戰略資產。中美若交惡，恐將
給全球 ICT/電子供應鏈帶來負面影響。

「晶片民族主義」升溫。除了技術差異（例如在 5G 部署方面）
之外，晶片民族主義還可能導致生產流程效率不彰及生產成本
增加，影響產業生產力和獲利能力。

產業趨勢

電子/ICT

電信設備
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巴西

加拿大 

墨西哥

美國

美洲
電子與電腦產量 2025 2026* 2027* 2028*

巴西 -5.4 -4.0 5.5 3.7

加拿大 4.5 3.6 1.1 1.4

墨西哥 3.0 -1.2 5.7 5.1

美國 8.2 5.5 6.2 6.0

年度同期比較，變化 % /*預測值 – 資料來源：Oxford Economics 

        美國

AI 熱潮持續帶動強勁成長   

在美國，AI 熱潮在推動經濟成長方面扮
演重要角色，帶動了製造業成長以及與 

AI 投資相關的資本財進口，尤其是電腦
產品。我們預期，美國電子/ICT 產值在 

2026 年將成長 5.5%，2027 年則進一步
成長 6.2%。 

在資料中心、半導體製造、雲端基礎架
構和電力網路方面的支出，已成為美國
企 業 投 資 的 主 要 動 力 。 大 型 科 技 企 業
持續投入大量資源擴充  AI 能力，帶動
營建、製造及專業商業服務等領域的需
求。科技業對企業獲利成長及金融市場
表 現 的 貢 獻 也 明 顯 高 於 其 他 產 業 。 此
外，越來越多美國企業開始正視雲端運
算和儲存、資料處理自動化以及網路安
全解決方案（例如主機代管服務），將這
些視為優先要務。

美國不斷在增強其滿足國內對資料中心投
資需求的能力。美國是全球最大的 AI 資
料中心市場，其政府透過補貼或關稅威脅
促使晶片製造產能回流國內的措施，似
乎已取得一些成效。在 AI 資料中心投資
需求的推動下，包括半導體在內的電子
零組件與電路板子產業，仍是整體電子
產品產值成長的最大貢獻者。我們預計
此領域的產量今年將成長 8.9%，2027 年
將成長 12.4%。

由於主要製造商投入大量資金，美國晶
片產能在未來幾年有望持續提升。台積
電在美國的總投資額預計將達 1,650 億
美元，而三星電子與 SK 海力士也同樣在
美國投入鉅資。

美國將繼續依賴晶片和伺服器進口

然而，儘管美國本土的晶片產能有所成
長，但由於需求強勁，美國仍將高度依
賴從亞洲和墨西哥進口伺服器與晶片。
儘管我們預期美國在電子零組件與電路
板的產量佔比將持續攀升，但其成長幅
度仍將落後於中國、台灣與南韓。這使
得美國在未來幾年內，仍需仰賴以亞洲
為中心的國際科技供應鏈。 

在 2025 年，電腦與辦公設備領域的產量
增加了 14.6%。這是因為進入設備汰換週
期，在疫情期間投資設備的個人與企業
目前正尋求升級並汰換其技術設備。成
長率將在 2026 年放緩至 1.0%，明年則
為 1.8%。

近年來，由於寬頻基礎設施和 5G 行動系
統升級，美國電信設備生產強勁成長。繼 

2024 年大幅成長 16.1% 之後，2025 年的
產量成長放緩至 3.6%，我們預期 2026 年
將微幅成長 1.3%。

消費性電子、電腦與辦公設備等領域的
利潤率普遍偏低，因此投入成本低廉至
關重要。這將不利於推動將這些子產業
的製造業務轉移回美國等高成本環境的
措施。除了半導體領域外，要復甦美國
的電子製造業，唯有透過國內勞工的技
能再造與培訓（此舉成本高昂且耗時漫
長），或是引進海外的低廉勞動力，才有
可能實現。

電子/ICT 展望

	 優
	� 產業信用風險現況穩健/產業業務表現強

於其長期趨勢。

	 好
	� 產業信用風險現況看好/產業業務表現高

於其長期趨勢。

	 可
	� 產業信用風險現況普通/產業業務表現

穩定。

	 差
	� 產業信用風險現況相對偏高/產業業務表

現低於其長期趨勢。

	 劣
	� 產業信用風險不佳/產業業務表現弱於其

長期趨勢。

產業表現預測
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澳洲

中國 

香港

印度

印尼

日本

馬來西亞

紐西蘭 

菲律賓

新加坡

南韓

台灣

泰國

阿拉伯聯合大公國

越南

電子與電腦產量 2025 2026* 2027* 2028*

中國 10.7 14.2 11.2 8.7

日本 2.4 2.4 3.9 4.9

南韓 8.8 12.7 5.1 3.5

台灣 33.7 29.8 6.0 3.5

年度同期比較，變化 % /*預測值 – 資料來源：Oxford Economics 

預計 2026 年電腦與辦公設備以及電信設
備的產量將分別成長 0.3% 和 10.9%。雖
然這兩個領域都可能受到記憶體晶片短
缺的影響，但透過調整生產規格，減少
晶片使用量或改用較低階的晶片，應可
抵銷部分影響。 

�	� 中國

半導體生產帶動兩位數成長   

中國生產全球半數以上的電子商品、電
腦和電信設備，其產業狀況必然與全球
需求密切相關。我們預期中國的電子和
電腦產量成長率在 2026 年和 2027 年
分別將達到 14.2% 和 11.2%。電子零組
件與電路板子產業（包括半導體）將佔 

2026 年整體成長的近四分之三，成長率
達 23.5%。

高科技產業是政府重點產業策略的重要
領域。北京當局長期以來一直強調晶片
生產自給自足的重要性，並鼓勵國內對
科技領域（如 AI、資料中心與大數據等）
進行更多投資。鑑於美中科技脫鉤日益
加劇，且北京當局堅決致力於達到科技
自給自足，因此尖端晶片的生產在策略
上具有高度的重要性。 

中國不斷在拓展其供應鏈佈局，不僅涵
蓋晶片製造，還涉及機械、材料和設計
領域。即便先進晶片生產技術仍有進步
空間，但中國似乎仍在向晶片製造價值
鏈的上游攀升。近來，中國在 AI 高階晶
片領域的技術發展迅速。但是，主要挑
戰依然存在。中國仍面臨技術落差以及
對外國設備的依賴，同時還受到尖端晶
片與軟體進口限制的影響。這些阻礙可
能會放緩其技術發展的步調。

中國在成熟製程晶片領域也大有進展，
最近更擴展至記憶體晶片。南韓與美國
的晶片製造商持續將生產重心轉向應用
於 AI 資料中心的高頻寬記憶體晶片，因
而為中國製造商在成熟製程記憶體晶片
市場中創造了發展空間。

亞太

	 優
	� 產業信用風險現況穩健/產業業務表現強

於其長期趨勢。

	 好
	� 產業信用風險現況看好/產業業務表現高

於其長期趨勢。

	 可
	� 產業信用風險現況普通/產業業務表現

穩定。

	 差
	� 產業信用風險現況相對偏高/產業業務表

現低於其長期趨勢。

	 劣
	� 產業信用風險不佳/產業業務表現弱於其

長期趨勢。

產業表現預測

電子/ICT 展望

�	 日本

AI 相關需求帶動高科技產品穩健成長  

預期日本電子產品產值在 2026 年將成長 

2.4%，2027 年則成長 3.9%。電子零組
件與電路板是最大的子產業，佔電子產
品總產值逾 60%，預計每年成長將超過 

4.5%。日本在電子零組件與電路板生產
方面的優勢，主要在電容器等零組件，
而非尖端晶片或記憶體晶片。不過，這
些高階零組件對 AI 資料中心而言至關重
要，使得該國成為全球 AI 投資熱潮的主
要受惠國之一。此外，日本計畫在未來
幾年透過於 2022 年成立的半導體公司 

Rapidus，擴大尖端晶片的本土生產。為
此，日本政府已編列大筆資金。然而，
AI 資料中心需求強勁導致邏輯晶片與記
憶體晶片短缺，可能會對智慧型手機和
個人電腦等其他電子產品的生產造成負
面影響。
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	 南韓

高階晶片生產的本土投資正如火如荼展開

南韓專精於生產記憶體晶片，因此受惠
於 AI 相關資料中心對高階晶片的強勁需
求。這點在全球兩家記憶體晶片製造巨
頭 SK 海力士與三星電子身上尤其明顯。
繼 2025 年增長 9.5% 之後，南韓的電子
零組件與電路板產量預期在 2026 年成長 

14.6%。 

儘管部分晶片生產將為規避關稅而轉移
至美國，但持續投資國內晶片廠將確保
南韓在全球市場中繼續佔領重要地位。
傳統上，由於記憶體晶片市場具備高度
週期性，記憶體晶片製造商在需求旺盛
時期向來對擴大投資抱持謹慎態度。這
種情況已經改變，因為 AI 正在創造新的
需求來源，而這股需求可能持續數年。
政府致力於確保國家在先進半導體領域
保持重要地位（例如透過支持培訓晶片
設計專業人才的計畫），將進一步鞏固現
有的技術優勢。

儘管南韓在全球高階記憶體晶片生產上
仍保有龐大市佔率，但低階晶片生產正
承受來自中國競爭者的壓力，其激烈的
價格競爭促使價格持續走低。這可能會
壓縮低階領域的獲利空間，但對更為重
要的高階產品則影響有限。

亞太
電子/ICT 展望

	 台灣

2026 年產量再次呈現兩位數成長   

繼去年產量大幅成長 33.7% 之後，預計
今年台灣電子/ICT 產業的成長率將達到 

30%。對尖端 AI 晶片的需求持續鞏固著極
為強勁的產量成長，同時，伺服器、電
腦及辦公設備領域的表現也十分亮眼，
使出口訂單維持強勁表現。總部位於台
灣的台積電是全球最大的晶圓代工廠，
在高階晶片市場幾乎處於壟斷地位。面
對美國的關稅威脅，該公司決定在美國
投入鉅資，並在當地興建多座新的半導
體晶圓廠。然而，從長遠來看，大多數
高階晶片的生產很可能仍將留在台灣。
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	 新加坡

新加坡的經濟持續受惠於穩健的電子產品
出口；鑑於全球對 AI 的持續投資需求，
我們預期這項趨勢將延續下去。事實上，
新加坡電子產品產值預計在 2026 年將成
長 11.3%。2025 年，新加坡佔全球電子零
組件與電路板產值的 3.1%，相較於其在全
球 GDP 僅佔 0.1% 而言，這個比重相當可
觀。新加坡在該區域的資料中心產能中，
依然保有最高價值與頂級的市場地位。 

	 越南 

越南處於有利地位，可承接企業為分散
對中國的依賴而產生的需求。越南與中
國供應鏈緊密相連，極有可能受惠於中
國以出口為導向的製造業擴張所帶來的
外溢效應。過去 15 年來，電子產品組裝
與零組件製造業迅速擴大規模。該國正
逐步朝價值鏈上游發展，進軍半導體與
印刷電路板生產領域。越南是消費性電
子產品的主要生產國，該產業自 2010 年
以來已成長逾十倍。目前，越南電子/ICT 

產品出口持續表現優異，這得益於在當
前 AI 熱潮下，越南在電子產品供應鏈中
的重要地位。 

亞太
電子/ICT 展望

東南亞 

未來幾年內，其在全球電子/ICT 產值中
的佔比將持續攀升

東南亞國家持續鞏固其在全球電子/ICT 

供應鏈中的角色，並擴大其在全球產值
中的佔比。在美國關稅的壓力下，中國
出口商紛紛透過轉口貿易或將生產據點
轉移至第三國來尋求因應之道，同時貿
易爭端再度升級的威脅依然揮之不去。
隨著中國持續朝價值鏈上游發展，東協
國家憑藉著勞動成本較低，吸引了更多
電 子 產 品 等 產 業 的 製 造 產 能 。 總 而 言
之，該地區的電子/ICT 產業持續成長，
而從事該產業的企業平均而言，信用風
險狀況良好。 

	 印尼

印尼的 ICT 產業成長強勁，主要表現在電
子產品組裝、5G 電信設備升級及數位基
礎架構等領域。雲端服務與消費性電子
產品的需求日益增加，進一步推動產業
成長，同時零組件產能也逐步擴大。在外
國投資與東協外溢效應的支持下，該產業
產量預計在 2026 年成長 9.5%、2027 年
成長 6.7%，進一步鞏固印尼作為全球 ICT 

供應鏈中極具競爭力樞紐的地位。

	 馬來西亞

繼去年穩健成長 9.5% 後，我們預期馬
來西亞電子產品產量的成長在 2026 年
將加速至 11%。過去幾年裡，該國在晶
片 生 產 領 域 的 重 要 性 有 所 提 升 。 政 府
推動的「國家半導體策略」(National 

Semiconductor Strategy) 等措施，以及其
在晶片生產後段製程方面既有的優勢，
吸 引 了 全 球 高 科 技 企 業 赴 馬 來 西 亞 投
資。鑑於晶片生產是美中貿易關係的關
鍵癥結之一，馬來西亞有望受惠於產能
自中國外移的潛在趨勢。
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歐洲 

受到工業投資疲軟影響，2026 年成長
溫和

相較於亞太地區和美國的成長率，歐洲
電子/ICT 產業持續表現不佳。繼 2024 年
萎縮 0.7% 及 2025 年反彈 2.9% 後，我
們預期歐盟與英國的電子產品及電腦產
值成長將在 2026 年放緩至 2.1%。儘管
數位化、物聯網 (IoT) 以及 AI 等技術的
結構性需求將支持該產業，但仍無法避
開歐洲經濟成長放緩的影響。該地區的
半導體生產主要集中於工業用途的功率
晶片，而非尖端  AI 應用所需的晶片。
這導致該產業容易受到該地區工業需求
疲軟的影響。整體宏觀經濟投資活動疲
弱（預期今年僅成長 0.9%），將對資本
密集型的精密及光學儀器子產業造成壓
力，而該子產業是歐洲最大的電子產品產
業。預計該產業產值今年僅成長 1.5%。

2027 年強勁反彈 

我們預期 2027 年電子產品及電腦產值
將強勁成長 4.4%，主要原因是該地區的
國防支出增加。德國的情況尤其明顯，
當地財政規則的調整為擴大支出提供了
空間。鑑於國防設備將需要用到電子零
組件，歐盟電子零組件與電路板子產業
將成為主要受益者。預計該領域將成長 

6.9%。精密設備子產業也將受惠，預計
成長 5%，其中包括 GPS 裝置、雷達設備
及飛機引擎儀表等產品。整體而言，技
術進步所帶來的結構性需求，將在未來
幾年為該產業提供助力。 

電子與電腦產量 2025 2026* 2027* 2028*

法國 1.8 0.7 1.0 1.3

德國 1.0 -0.2 9.5 5.8

義大利 3.1 1.7 1.0 2.0

英國 2.4 2.3 -0.7 2.0

歐洲
電子/ICT 展望

年度同期比較，變化 % /*預測值 – 資料來源：Oxford Economics 
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捷克共和國

丹麥

法國

德國

匈牙利

愛爾蘭

義大利

荷蘭

波蘭

葡萄牙

斯洛伐克
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產業表現預測

	 優
	� 產業信用風險現況穩健/產業業務表現強

於其長期趨勢。

	 好
	� 產業信用風險現況看好/產業業務表現高

於其長期趨勢。

	 可
	� 產業信用風險現況普通/產業業務表現

穩定。

	 差
	� 產業信用風險現況相對偏高/產業業務表

現低於其長期趨勢。

	 劣
	� 產業信用風險不佳/產業業務表現弱於其

長期趨勢。

半導體生產的重大投資正在進行中，但
缺乏對高階晶片的重視

與東亞國家及美國一樣，歐盟也已經通過
相關法案，支持當地半導體產業。《歐
盟晶片法案》(EU Chips Act) 預計將投資 

430 億歐元，用於本地半導體生產和研
究，目標是要降低對亞洲進口的依賴，並
在 2030 年之前達到 20% 的全球晶片生產
市佔率。

然而，目前的估計顯示，歐盟在 2030 年
達到全球半導體產能 20% 的目標可能難
以實現，原因在於，相較於美國，歐盟
的補貼受到限制；而相較於東亞，歐盟
也存在地理位置上的劣勢（例如營運成
本及勞動成本）。歐盟持續將重點放在
工業晶片與車用晶片，而非資料中心所
使用的高階晶片，這項策略與其經濟結
構相符。生產高階半導體的技術壁壘極
高，該地區必須在確保技術自主與善用
先進外國技術之間審慎拿捏。 
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